
　　　　　Spindle center through coolant (2MPa) & air

　　　　　　　　　　  B : ±145°(-35/+110)   C : 360°

　　　　　3D ​​quick set
　　　　　Coolant gun for chip flushing

　　　　　Required floor space: 3,440×3,300 mm　　Height: 2,752 mm
　　　　　Machine weight: 7,480 kg

　　　　　Tropical package (for speedMASTER®)
　　　　　Operation mode 4 (conditional release of interlock)

　　　　　Spindle hole taper: HSK-A 63
　　　　　Spindle speed: 15,000 rpm
　　　　  Tool storage capacity: 30 stations

　　　　　In-machine measuring device(spindle) Renishaw (optical) PP60
　　　　　In-machine tool measuring device (Heidenhain TT160)

DMG MORI SEIKI brand　5-Axis Machining Center

　　　　　　≪SPECIFICATIONS≫

DMU50＜3rd Generation＞ Model 　YOM : 2023　

　　　　   Table size : φ630 x 500 mm
　　　　　Travel : 　X : 650　　Y : 520　　Z : 475 mm

S/No.14505799864、14505799944　　

ATC30　HSK-A63　15,000 rpm
Controller ：  840Dsl Operate(CELOS) Siemens

　　　　　　≪OPTIONS≫

　　　　　CE standard compliant

　　　　　Safety package (for power outages) IPC CELOS

　　　　　Scale feedback X, Y, Z, B, C axes

　　　　　Manual pulse handle

　　　　　NC controlled rotary tilt table

　　　　　Chip conveyor (front left discharge)

　　　　　Mist collector


